
TM

接着剤厚
（μm）

カバー
フィルム

製品幅　
（mm）

20～100

 PET
（38～μm厚）

～500
（ご相談ください）

< 電子部品封止用途 >

チップ

（封止タイプ）

Cover Film
Adhesive Sheet
Cover Film

金属メッキ再配線
東レ高耐熱接着剤シート

東レ
高耐熱接着剤
シートSi Chip

絶縁基板（セラミック）

金属基板（Ａｌ）

項 目 標準仕様熱硬化性エポキシ系接着剤シート

長期耐熱性、応力緩和性に優れる

電子部品・半導体実装、装置部材ほか
各種接着用途への実績

長期高耐熱・応力緩和タイプ

低CTE・低透湿タイプ
(開発品)

封止タイプ 高熱伝導タイプ

・長期高耐熱性(175℃、 1000h以上)
・パワーデバイス、車載、装置 用途　etc

鉛フリー半田
RoHS指令対応

Lead free solder applicable,
RoHS free

・低CTE（α1：15　α2：60）
・低透湿（6-15 g/m2/day  100um厚）

・柔軟な膜特性
　(凹凸を有する基板、電子部品への追従性)
・封止用途 etc.

・熱伝導率＝1.8～10 W/m・K
・絶縁性、柔軟性に優れる

・Long-time heat resistance or 175℃,1000hr 
 suitable for electronic components, 
  Automotive, and various equipment use etc.

・High thermal conductivity 
 =1.8 to 10 W/m・K.

・Low coefficient of thermal expansion,
 Low moisture permeability.

・With its excellent flexible properties,
 encapsulation or sealing for unevenness
 surface is highly recommended.

< 異種材料貼り合わせ用途 >
（長期高耐熱・応力緩和タイプ )

材料 B （CTE 大）
東レ
高耐熱接着剤
シート

材料 A（CTE 小）

速硬化タイプ
・従来1時間以上必要であったキュア工程を
　1分/180℃に短縮
・プレス後熱処理工程不要
・Shorter process time(1min/180℃ curing).

< 再配線用絶縁膜用途 >
（長期高耐熱・応力緩和タイプ )

高耐熱接着剤シート 
High Heat Resistant Adhesive Sheet

製品概要

ラインナップ

用途・使用例 / Example of Application


